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an input impedance of at least 100 gigaohrns and arranged on a circuit 
board. The sections (10) of the circuit board (4) for the input are 
isolated from the remaining sections by a separating gap (8) . A 
connection is provided to the processing circuit. The gap may be 0.1-2 
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DETAILED DESCRIPTION - Also claimed is a measurement processing 
device, a circuit board, and a method of manufacturing a high-impedance 
input . 

USE - For electrochemical, inductive or optical sensors. 
ADVANTAGE - Can be manufactured by machine. Achieves high impedance 
throughout use. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The figure shows a top view of a 
circuit board card. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Eingang zum AnschlieBen einer Spannungsquelle an eine Verarbeitungseinrichtung, 

Messwertverarbeitungsvorrichtung sowie Leiterplatte und Verfahren zum Herstellen des Eingangs 

@ Die Erfindung betrifft einen Eingang zum Anschlieften 
einer Spannungsquelle an eine Einrichtungzum Verarbei- 
ten der Spannung, mit einem sehr hohen Eingangswider- 
stand von wenigstens 10 11 Ohm, wobei die Verarbei- 
tungseinrichtung auf einer Leiterplatte (4} vorgesehen ist; 
um die Hochohmigkeit sicher gewahrleisten zu konnen 
und eine preiswerte Herstellbarkeit zu gewahrleisten, 
wird erfindungsgemaS vorgeschlagen, daft ein dem Ein- 
gang zugeordneter Abschnitt (10) der Leiterplatte (4) 
durch einen Trennspa It (8) von den ubrigen Bereichen der 
Leiterplatte (4) isoliert ist und einen Anschlufc (34) zu der 
Verarbeitungseinrichtung aufweist. 
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Die Erfindung betrifft einen Eingang zum AnschlieBen ei- 
ner Spannungsquelle an eine Einrichtung zum Verarbeiten 
der Spannung, mit einem sehr hohen Eingangswiderstand 
von wenigstens 10 u Ohm, wobei die Verarbeitungseinrich- 
tung auf einer Leiterplatte vorgesehen ist. 

Im besonderen betrifft die vorliegende Erfindung eine 
MeBwertverarbeitungsvorrichtung mit sehr hohem Ein- 
gangswiderstand von wenigstens 10 u Ohm, insbesondere 
fiir einen Sensor, wie ein elektrochemischer, indukti ver oder 
optischer Sensor, mit auf einer Leiterplatte vorgesehener 
Verarbeitungselektronik und einem Messeingang. 

Wenn Spannungen verarbeitet werden sollen, die durch 
geringfugigste Ladungstrennungen hervorgerufen werden, 
wie zum Beispiel in der Mefiwertverarbeitung, so muB bei 
einer hierfur verwandten Verarbeitungseinrichtung ein ex- 
trem hoher Eingangswiderstand von wenigstens 10" und im 
Bereich von 10 T2 Ohm, vorgesehen werden. Die zu verarbei- 
tenden Spannungssignale werden ublicherweise iiber Koax- 
Kabel an einen Eingang gefuhrt. Da die Verarbeitungsein- 
richtung bzw. die Verarbeitungselektronik auf einer Leiter- 
platte vorgesehen ist, muB der Eingang eine Verbindung des 
spannungsfuhrenden Leitungsmittels mit der Verarbeitungs- 
einrichtung auf der Leiterplatte, ublicherweise mit einem 
Eingangspin eines Operationsverstarkers, schaffen. Es hat 
sich gezeigt, daB es nicht hinreichend ist, hierfur einen Lei- 
terbahnanschluB auf der Leiterplatte vorzusehen. Infolge 
von Verschmutzungen, Staub, Luftfeuchtigkeit, die sich auf 
der Platte absetzt, etc., also infolge stets vorhandener mikro- 
skopischer Beschichtung der Leiterplatte, kann eine ideale 
Isolierung in der eingangs erwahnten GroBenordnung von 
wenigstens 10 u Ohm nicht mehr erreicht. werden. 
^ Auf dem Gebiet der MeBelektronik fur elektrochemische 
Sensoren wurde daher versucht, das spannungsfuhrende 
Leitungsmittel eines BNC-Anschlusses, der an beliebiger 
Stellc am Gehause vorgesehen wurde, manuell iiber eine 
"Luftverdrahtung" mit einem hochgebogenen Eingangspin 
eines Operationsverstarkers der Verarbeitungseinrichtung 
zu verbinden. Hierfur wurden auf der Leiterplatte Teflon- 
ringe verwendet, die sich infolge ihrer Nichtbenetzbarkeit 
fur Wasser als vorteilhaft erweisen. Die 'Luftverdrahtung" 
erfordert jedoch einen hohen manuellen Montageaurwand, 
und die BNC-Stecker mussen an einem Vorrichtungsge- 
hause montiert werden. 

Die Verwendung einer passivierten Keramiktragerplatte 
fUhrt zu befriedigenden Ergebnissen, ist jedoch mit hohen 
Herstellungskosten verbunden. 

Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, einen Spannungseingang sowie eine 
MeBwertverarbeitungsvorrichtung der eingangs beschriebe- 
nen Art bereitzustellen, der bzw. die maschinell und daher 
kostengiinstig herstellbar ist, wobei der hohe Eingangswi- 
derstand von wenigstens 10 u Ohm iiber die gesamte Ge- 
brauchsdauer der Verarbeitungseinrichtung gewahrleistet 
sein soli. 

Diese Aufgabe wird durch einen Eingang und durch eine 
MeBwertverarbeitungsvorrichtung der eingangs erwahnten 
Art gelost, der bzw. die dadurch gekennzeichnet ist, daB ein 
dem Eingang zugeordneter Abschnitt der Leiterplatte durch 
einen Trennspalt von den iibrigen Bereichen der Leiterplatte 
isoliert ist und einen AnschluB zu der Verarbeitungseinrich- 
tung bzw. zu der Verarbeitungselektronik aufweist. 

Nach der Erfindung wird also vorgeschlagen, von der 
"Luftverdrahtung", die mit einem hohen manuellen Auf- 
wand verbunden ist, Abstand zu nehinen und statt dessen 
neben der Verarbeitungseinrichtung bzw. Verarbeitungs- 
elektronik auch den Eingang auf der Leiterplatte vorzuse- 



hen, was vorzugsweise im Zuge der maschinell durchfiihr- 
baren Bestuckung der Leiterplatte erfolgt. Urn dennoch die 
geforderte Hochohmigkeit zu gewahrleisten, ist der einer- 
seits dem Eingang und andererseits dem AnschluB zu der 
5 Verarbeitungselektronik zugeordnete Abschnitt der Leiter- 
platte durch einen Trennspalt von den iibrigen Bereichen der 
Leiterplatte isoliert und bildet quasi eine durch die Verdrah- 
tung gehaltene Insel innerhalb der Leiterplatte. 
Diese Insel konnte dadurch gebildet sein, daB ein Trenn- 
10 spalt von einem punkt des Leiterplattenrandes ausgehend 
ins Innere der Leiterplatte verlauft und an einem anderen 
punkt des Leiterplattenrandes wieder mundet. Solchenfalls 
stellt sich aber das Problem der Anbringung des Trennspalts 
oder der Halterung des abgetrennten Abschnitts vor der Be- 
15 stiickung der Leiterplatte. Demgegeniiber crweist es sich als 
vorteilhafter, wenn der Trennspalt im wesentlichen auf sich 
zuruckgefuhrt ausgebildet ist. Dies eroffnet namlich die 
Moghchkeit, daB der Trennspalt vor dem Bestucken der Lei- 
terplatte noch nicht in sich geschlossen ist, so daB der durch 
20 den Trennspalt begrenzte Abschnitt noch an die Leiterplatte 
angebunden ist. Die Leiterplatte kann dann, ohne daB beson- 
dere MaBnahmen ergriffen werden muBten, in einem Be- 
stiickungsautomaten bestuckt werden. 

AnschlieBend braucht der Trennspalt nur noch im Bereich 
25 der verhaltnismaBig dunnen Anbindung hindurchgebrochen 
zu werden, urn den inselformigen Bereich der Leiterplatte 
zu isolieren, 

Es hat sich eine Spaltbreite von 0,1 bis 2 mm als zweck- 
maBig erwiesen, um eine hinreichende Luftisolierung des 
30 Eingangs zu gewahrleisten. 

Nach einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung 
ist an dem dem Eingang zugeordneten Abschnitt der Leiter- 
platte die abgeschinnte Ader eines BNC-Verbindungsmit- 
tels angeordnet. Das BNC-Verbindungsmittel kann mit sei- 
35 nen abschirmenden auBeren Gehauseteilen ohne weiteres 
auf der Leiterplatte unlosbar angeordnet werden. Eine ma- 
nuellc Verdrahtung im Bereich des Eingangs kann daher 
entf alien. 

Der AnschluB zur Verarbeitungselektronik kann in bevor- 
40 zugter Weise der Eingangspin eines Operationsverstarkers 
sein, der den Trennspalt uberbriickend direkt auf dem insel- 
formigen durch den Trennspalt isolierten Abschnitt der Lei- 
terplatte angeschlossen ist. 

Gegenstand der Erfindung ist aber auch eine Leiterplatte 
45 zum Herstellen eines Eingangs bzw. einer MeBwertverarbei- 
tungsvorrichtung der vorstehend beschriebenen Art. Eine 
erfindungsgemaBe Leiterplatte ist demnach gekennzeichnet 
durch einen einen inselformigen Abschnitt und eine den in- 
selformigen Abschnitt an die Ubrige Leiterplatte anbindende 
50 AbreiBzunge begrenzenden Trennspalt, der nahezu auf sich 
zuruckgefUhrt ist und eine Sollbruchstelle bildet, so daB die 
AbreiBzunge bei Aus lenken bricht und der Trennspalt dann 
durchgehend um den inselformigen Abschnitt herumfuhrt, 
der durch AnschluB elektrischer Leitungsmittel gehalten ist' 
55 Der Begriff der AbreiBzunge ist dabei im weitesten Sinne 
zu verstehen, insbesondere als Abknicklasche oder Abdreh- 
lasche etc. 

Die erfindungsgemaBe Leiterplatte zeichnet sich also da- 
durch aus, daB sie sich auch im Bereich des durch den 
60 Trennspalt begrenzten insel- oder halbinselformigen Ab- 
schnitts wie eine bekannte Leiterplatte handhaben und in ei- 
nem Bestuckungsautomaten zu einer Leiterkarte weiterver- 
arbeiten laBt. Wenn die so gebildete Karte fertiggestellt ist, 
also die gesamte Schaltung, die elektrischen und elektroni- 
65 schen Bauelemente, Eingange, Speicher und Busanschlttsse 
tragt, wird die AbreiBzunge abgetrennt, wodurch der Trenn- 
spalt auf sich zuriickgefuhrt ist und der inselformige Ab- 
schnitt durch den Spalt isoliert und lediglich durch die elek- 
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trischen Leitungsmittel (Verdrahtung etc.) gehalten und in- 
nerhalb der Leiterplatte quasi schwebend angeordnet ist. 

Es ware ansich denkbar, die AbreiBzunge an beliebiger 
Stelle der Leiterplatte vorzusehen. Nach einer bevorzugten 
Ausfiihrungsform der Erflndung ist die AbreiBzunge aber 5 
von einem randseitigen Abschnitt der Leiterplatte gebildet, 
wodurch die AbreiBzunge besser zuganglich ist, und insbe- 
sondere manuell greifbar und abknickbar ist. In diesem 
Sinne erweist es sich auch als vorteilhaft, wenn die AbreiB- 
zunge im wesentlichen parallel zu einem Rand der Leiter- 10 
platte erstreckt ist und eine Lange von vorzugsweise 5 bis 
20 mm aufweist und damit bequem manueil greifbar ist. 

In weiterer Ausbildung der Erflndung ist der durch den 
Trennspalt isolierte inselformige Abschnitt langlich ausge- 
bildet, dies bedeutet, daB seine Dicke und Breite gegenuber 15 
einer Langserstreckung deutlich geringer sind. 

Vom Erfindungsgedanken wird desweiteren ein Verfahren 
zum Herstellen eines Eingangs bzw, einer MeBwertverarbei- 
tungsvorrichtung der erfindungsgemaBen Art erfaBt, wobei 
das Verfahren gekennzeichnet ist durch die Verwendung ei- 20 
ner Leiterplatte nach Anspruch 7, wobei nach dem Bestuk- 
ken der Leiterplatte die AbreiBzunge abgetrennt wird, so 
daB der dem Eingang zugeordnete inselformige Abschnitt 
durch den Trennspalt von dem (ibrigen Bereich der Leiter- 
platte isoliert ist. 25 

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteilc der Erfln- 
dung ergeben sich aus der zeichnerischen Darstellung und. 
nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausfiih- 
rungsform einer erfindungsgemaBen MeBwertverarbei- 
tungsvorrichtung. In der Zeichnung zeigt: 30 

Fig. la eine Draufsicht auf eine Leiterkarte einer erfin- 
dungsgemaBen MeBwertverarbeitungsvorrichtung und 
Fig. lb eine Detaildarstellung der Fig. la. 
Die Figuren zeigen eine Leiterkarte 2 einer erflndungsge- 
maB ausgebildeten MeBwertverarbeitungsvorrichtung. Die 35 
Leiterkarte 2 umfaBt eine an sich bekannte Leiterplatte 41 
die unter Anwendung bekannter Techniken auf beiden Sei- 
ten mit Leiterbahnen und elektrischen und elektronischen 
Bauelementen sowie mit Speicherelementen versehen ist. 

Von einer Randseitc 6 der Leiterplatte 4 ausgehend ist ein 40 
Trennspalt 8 in die Leiterplatte 8 eingebracht worden, der ei- 
nige wenige Millimeter senkrecht zur Randseite 6 verla'uft 
und daraufhin etwa 10 bis 15 mm parallel zur Randseite 6 
erstreckt ist. Im AnschluB hieran verlauft der Trennspalt 8 
im wesentlichen rechteckformig und begrenzt hierbei einen 45 
innenliegenden Abschnitt 10 der Leiterplatte 4. Der Trenn- 
spalt 8 ist wieder nahezu auf sich zuriickgefuhrt und endet in 
einem Abstand von etwa 1 mm von dem parallel zur Rand- 
seite 6 verlaufenden Teil des Trennspalts in einem Abstand 
von etwa 1 mm "zu sich selbst". Dieser Abstand bildet eine 50 
Anbindung 12 des inselformigen Abschnitts 10 an die ubri- 
gen Bereiche der Leiterplatte. Diese Anbindung 12 definiert 
eine Sollbruchstelle 14, die durch Abdrehen, AbreiBen oder 
Abknicken einer Abdrehlasche 16 aufgebrochen werden 
kann. Die Abdrehlasche 16 wird durch den vorstehend be- 55 
schriebenen einige Millimeter senkrecht und 10 bis 15 mm 
parallel zu der Randseite 6 der Leiterplatte 4 verlaufenden 
Teil des Trennspalts 8 begrenzt. 

Bei der Herstellung der Leiterkarte 2 wird jedoch die Ab- 
drehlasche 16 zunachst belassen, so daB der inselformige 60 
Abschnitt 10 der Leiterplatte 4 uber die Anbindung 12 in der 
abgebildctcn Form gehalten ist. Die so vorgefertigte Leiter- 
karte 2 wird in ansich bekannten Techniken in einem Be- 
stuckungsautomaten mit Bauelementen bestuckt. 

Die Leiterkarte 2 umfaBt neben einem Eingangsteil 20 65 
eine MeBwertverarbeitungselektronik, die auf der Leiter- 
platte 4 vorgesehen ist, und die einen Operationsverstarker 
22 beinhaltet. 



Da die MeBwertverarbeitungsvorrichtung beispielsweise 
zur Auswertung der MeBsignale eines eiektrochemischen 
Sensors verwendbar sein soli, muB der Eingangsteil 20 bzw. 
die MeBwertverarbeitungselektronik extrem hochohmig 
ausgebildet sein. Dies wird unter anderem durch einen hoch- 
ohmigen Widerstand 24 im Eingangsteil 20 sowie durch Iso- 
lierung des dem Eingang zugeordneten Abschnitts 10 der 
Leiterplatte 4 durch den vorstehend beschriebenen Trenn- 
spalt 8 von den ubrigen Bereichen der Leiterplatte 4 be- 
wirkt. Hierfur ist auf der von der dargestellten Sichtseite der 
Figur abgewandten Seite der Leiterplatte ein BNC-Stecker 
27 vorgesehen, dessen abgeschirmte innere Ader in eine lei- 
tende Durchgangsoffnung 26 des inselformigen Abschnitts 
10 gesteckt und leitend angeschlossen ist. Von dort fuhrt ein 
Leiterbahnabschnitt 28 zu dem hochohmigen Widerstand 
24, Die andere Seite des Widerstands 24 ist uber einen Lei- 
terbahnabschnitt 30 mit einem Eingangspin 32 des Operati- 
onsverstarkers 22 verbunden, der den Trennspalt 8 ubergrei- 
fend mit einer verzinnten DurchgangsofYnung 34 in dem in- 
selformigen Abschnitt 10 leitend verbunden ist. Mit dem 
Bezugszeichen 36 ist der AnschluB eines Kondensators be- 
zeichnet. 

Die Leiterkarte 2 umfaBt desweiteren einen auf ihrer nicht 
dargestellten Riickseite vorgesehenen Rechner, einen Spei- 
cher sowie einen BUS -AnschluB. 

Nach dem Bestucken der Leiterplatte 4 braucht dann le- 
diglich die Abdrehlasche 16 durch manuelles Auslenken 
quer zur Ebene der Leiterplatte 4 abgeknickt zu werden, so 
daB die Sollbruchstelle 14 orient. Der inselformige Bereich 
10 ist dann in Umfangsrichtung durchgehend von dem 
Trennspalt 8 umgeben und damit von den ubrigen Bereichen 
der Leiterplatte 4 isoliert und durch die Verdrahtung (BNC- 
Vcrbindungsmittel, Pin des Operations verstarkers, Konden- 
sator) in der Ebene der Leiterplatte 4 gehalten. Hierdurch 
kann eine optimale Hochohmigkeit uber die gesamte Le- 
bensdauer der MeBwertverarbeitungsvorrichtung gewahr- 
leistet werden. 

Patentanspriiche 

1. Eingang zum AnschlieBen einer Spannungsquelle 
an eine Einrichtung zum Verarbeiten der Spannung, 
mit einem sehr hohen Eingangswiderstand von wenig- 
stens 10 u Ohm, wobei die Verarbeitungseinrichtung 
auf einer Leiterplatte (4) vorgesehen ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein dem Eingang zugeordneter Ab- 
schnitt (10) der Leiterplatte (4) durch einen Trennspalt 
(8) von den ubrigen Bereichen der Leiterplatte (4) iso- 
liert ist und einen AnschluB (34) zu der Verarbeitungs- 
einrichtung aufweist. 

2. Eingang nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Trennspalt (8) im wesentlichen auf sich zu- 
riickgefuhrt ausgebildet ist. 

3. Eingang nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Trennspalt (8) eine Spaltbreite von 
0,1 bis 2 mm aufweist, 

4. Eingang nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB an dem dem Eingang zugeordneten 
Abschnitt (10) der Leiterplatte (4) die abgeschirmte 
Ader (27) eines BNC-Verbindungsmittels (26) ange- 
ordnet ist. 

5. Eingang nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der AnschluB (34) zu der 
Verarbeitungseinrichtung ein Eingangspin (32) eines 
Operationsverstarkers (22) ist. 

6. MeBwertverarbeitungsvorrichtung mit sehr hohem 
Eingangswiderstand von wenigstens 10 11 Ohm, insbe- 
sondere fur einen Sensor, wie ein elektrochemischer, 
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induktiver oder optischer Sensor, mit auf einer Leiter- 
platte (4) vorgesehener Verarbeitungselektronik und ei- 
nem Messeingang (20), dadurch gekennzeichnet, daB 
ein dem Messeingang (20) zugeordneter Abschnitt (10) 
der Leiterplatte (4) durch einen Trennspalt (8) von den 5 
iibrigen Bereichen der Leiterplatte (4) isoliert ist und 
einen AnschluB (34) zur Verarbeitungselektronik auf- 
weist. 

7. Leiterplatte (4) zum Herstellen eines Eingangs (20) 
nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprii- 10 
che, gekennzeichnet durch einen einen inselformigen 
Abschnitt (10) und eine den inselformigen Abschnitt 
(10) an die ubrige Leiterplatte (4) anbindende AbreiB- 
zunge (16) begrenzenden Trennspalt (8), der nahezu 
auf sich zuriickgefuhrt ist und eine Sollbruchs telle (14) 15 
bildet, so da!3 die AbreiBzunge (16) bei Auslenken 
orient und der Trennspalt (8) dann durchgehend um 
den inselformigen Abschnitt (10) herumfiihrt, der 
durch AnschluB elektrischer Leitungsmittel gehalten 
ist. 20 

8. Leiterplatte nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, da6 die AbreiBzunge (16) von einem randsei- 
tigen Abschnitt der Leiterplatte (4) gebildet ist. 

9. Leiterplatte nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die AbreiBzunge (16) im wesentli- 25 
chen parallel zu einem Rand (6) der Leiterplatte (4) er- 
streckt ist. 

10. Leiterplatte nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die AbreiBzunge (16) eine Lange 
von 5 bis 20 mm aufweist und somit manuell greifbar 30 
ist. 

11. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 7 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB der inselformige Ab- 
schnitt (10) langlich ausgebildet ist. 

12. Verfahren zum Herstellen eines hochohmigen 3S 
Messeingangs (20), gekennzeichnet durch die Verwen- 
dung einer Leiterplatte (4) nach einem der Anspriiche 7 
bis 10, wobei nach dem Bestucken der Leiterplatte (4) 
die AbreiBzunge (16) abgetrennt wird, so daB der dem 
Eingang (20) zugeordnete inselformige Abschnitt (10) 40 
durch den Trennspalt (8) von dem iibrigen Bereich der 
Leiterplatte (4) isoliert ist. 
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